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¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Tecnologías de encapsulado 
emergentes SiP y SoC

2. Ventajas de las tecnologías SiP

3. Retos y limitaciones de las 
tecnologías SiP

4. Componentes de un SiP: 
circuitos integrados, 
componentes pasivos, 
tecnologías de interconexión

5. Diseño y fabricación de SiPs
(técnicas de diseño, ensamblado 
y encapsulado)

6. Prueba y verificación de SiPs

https://upm.es/atenea/
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